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ANEXA I Actiuni in cadrul initiativei ..Cipuri pentru Europa” 2.0

Descrierea tehnica a initiativei ,, Cipuri pentru Europa” 2.0: domeniul de aplicare al
actiunilor

Dupa caz, actiunile sprijinite de initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 sunt puse in aplicare in
conformitate cu urmatoarele descrieri tehnice:

1. Capacitati de proiectare pentru tehnologiile integrate ale semiconductorilor

Context

Initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 sprijind capacitatile inovatoare de proiectare la scard
larga pentru tehnologiile semiconductorilor prin intermediul unei platforme de proiectare
bazate pe tehnologia de tip cloud, disponibile in Tntreaga Uniune. Platforma de proiectare
constd in instalatii inovatoare de proiectare, dotate cu biblioteci si instrumente extinse, care
integreaza un mare numar de tehnologii existente si noi, inclusiv tehnologii emergente,
precum fotonica integrati, tehnologiile cuantice si IA/ingineria neuromorfica. In combinatie
cu instrumentele existente de automatizare a proiectdrii electronice, platforma va permite
proiectarea de componente inovatoare si de noi concepte de sistem si demonstreaza
functionalitati esentiale, ca, de exemplu, noi abordari in ceea ce priveste inalta performanta,
consumul redus de energie, securitatea, precum si noi arhitecturi de sistem tridimensional si
eterogen.

Reprezentand coloana vertebrald strategica a initiativei ,,Cipuri pentru Europa” 2.0, platforma
va oferi un punct unic de intrare, ghidand utilizatorii de la proiectare la crearea de prototipuri
si productie si reunind cercetarea, educatia si industria. Obiectivul sau final este de a promova
o noud generatic de start-upuri fabless Tn Uniune. Aceste intreprinderi contribuie la
dezvoltarea de cipuri inovatoare pentru industriile utilizatoare din Uniune, capteazd cea mai
mare valoare din lantul valoric al semiconductorilor, stimuleazd inovarea pe pietele cu
crestere rapida si reduc dependenta Uniunii de ecosistemele straine de proiectare.

Stare

Tn mai 2026, era implicati o gama largid de actori, printre care o echipd de coordonare a
platformei (PCT)?, echipe de facilitare a proiectirii?, furnizori de servicii cloud, furnizori de
sisteme de automatizare a proiectdrii electronice (EDA) si furnizori de servicii de proprietate
intelectuala. Platforma de proiectare se implementeaza in mod secvential: a fost selectata mai
ntai o echipa de coordonare a platformei, care a fost instituitd pentru a exploata platforma, a
gazdui infrastructura centrald de cloud si a coordona serviciile de asistentd pentru utilizatori.
Au fost selectate, de asemenea, echipe de facilitare a proiectdrii pentru a oferi asistenta
personalizata completa utilizatorilor pe tot parcursul procesului de dezvoltare a cipurilor. A
fost selectat un contractant pentru infrastructura centrald de cloud, care va gazdui proprietatea

! Echipele de coordonare a platformei servesc drept entitate-gazdd pentru infrastructura virtuald si
serviciile centrale ale platformei de proiectare, coordoneaza accesul la o gama largd de instrumente,
active si servicii si asistd Intreprinderea comuna pentru cipuri in achizitionarea platformei cloud.
Echipele de facilitare a proiectarii ajutd utilizatorii sa creeze si sa personalizeze medii si fluxuri de
proiectare si sd implementeze instrumente de automatizare a proiectarii electronice in cloud.
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intelectuala, kiturile de proiectare a procesului pentru liniile-pilot si instrumente de
automatizare a proiectarii electronice cu sursa deschisa.

Sunt in curs negocieri pentru selectarea si integrarea principalilor furnizori de instrumente de
automatizare a proiectarii electronice. Se preconizeaza ca aceste negocieri se vor incheia pana
in toamna anului 2026. Se preconizeaza ca primele instalatii la scard reald vor deveni
operationale pana la sfarsitul anului 2026.

Platforma de proiectare este completata de alte actiuni de cultivare a competentelor legate de
proiectare in Uniune. Acestea includ administrarea granturilor pentru start-upurile si
IMM-urile care utilizeazd platforma, sprijin pentru dezvoltarea de instrumente de
automatizare a proiectarii electronice cu sursa deschisa si pentru serviciile EuroPractice care
ofera unui numar de peste 600 de universitati europene acces la instrumente de automatizare a
proiectdrii electronice pentru formare la costuri nominale, precum si acces la fabricare din
partea principalelor turnatorii.

Perspective

Platforma de proiectare va fi modernizatd in continuare cu noi capabilitati de proiectare,
deoarece integreaza In permanentd tot mai multe tehnologii si proiecte. Acestea pot include
noi arhitecturi de procesoare cu sursa deschisa si alte arhitecturi inovatoare, cipuri modulare,
cipuri programabile, noi tipuri de memorie, procesoare, acceleratoare sau cipuri cu consum
redus.

Platforma va integra, de asemenea, proprietatea intelectuald in domeniul fotonicii si al
cipurilor cuantice, biblioteci si instrumentele de automatizare a proiectarii intr-0 abordare
sistemicd integratd complet (a se vedea, de asemenea, punctele 3 si 5 de mai jos). Aceasta va
integra, de asemenea, Kiturile de proiectare a procesului pentru principalele linii-pilot ale
initiativei ,,Cipuri pentru Europa” 2.0, precum si kiturile de proiectare a procesului pentru
instalatiile de productie industriald (sub rezerva acordului prealabil al acestora), pentru a
facilita proiectarea cipurilor pregatite sa intre in faza de finalizare a proiectului (tape-out) Tn
astfel de linii-pilot si instalatii industriale.

Platforma isi va oferi serviciile prin intermediul tehnologiei de tip cloud, maximizand accesul
si deschiderea catre intreaga comunitate prin crearea de retele intre centrele de proiectare
existente si cele noi din statele membre. In special, platforma va oferi sprijin start-upurilor,
intreprinderilor in curs de extindere si IMM-urilor. Aceasta va extinde ecosistemul
semiconductorilor din Uniune prin integrarea cu diferite sectoare de piata, cum ar fi sectorul
sandtatii, al mobilitatii, al energiei, al telecomunicatiilor, al securitatii si al apararii, precum si
sectorul spatial. Se va acorda o mai mare atentie industrializarii componentelor inovatoare
concepute pe platforma si introduse Tn sectoarele cu rol de lider.

2. Linii-pilot pentru pregitirea unei productii inovatoare, a testirii si a validarii

Context

Initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 sprijina liniile-pilot pentru productie, testare si validare
care faciliteaza trecerea de la stadiul de laborator la stadiul de fabricare in ceea ce priveste
tehnologiile avansate ale semiconductorilor, cum ar fi arhitecturile si materialele pentru
electronica de putere, cipurile de IA neuromorfe si integrate, fotonica integrata, grafenul si
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alte tehnologii bazate pe materiale 2D, integrind electronica si microfluidele in sisteme
eterogene.

Stare

Tn mai 2026, cinci linii-pilot erau operationale la niveluri diferite, adiugandu-se mai multe
echipamente, utilaje si instrumente pentru a spori capabilitatea si capacitatea liniilor-pilot.
Domeniile tehnologice ale liniilor-pilot au fost alese pentru a elimina cele mai importante
lacune in materie de semiconductori din Uniune, valorificandu-se in acelasi timp punctele
forte existente si asigurandu-se competitivitatea pe termen lung, securitatea aproviziondrii si
rezilienta industriald. Cele cinci linii-pilot sunt urmatoarele:

o linia-pilot pentru tehnologii logice sub 2 nm ancoreaza Uniunea in nodurile avansate
care alimenteaza [A, calculul de 1naltd performanta, centrele de date si comunicatiile
de generatie urmatoare;

o linia-pilot pentru tehnologie pe baza de siliciu complet epuizat pe izolator (FD-SOI)
valorifica un domeniu in care Uniunea este deja lider, furnizand cipuri cu consum
redus si de nalta fiabilitate pentru autovehicule, mobilitate, automatizare industriala
si internetul obiectelor;

. linia-pilot pentru incapsularea avansata si integrarea eterogend se bazeaza pe
observatia conform careia viitoarele cresteri ale performantei depind de integrarea la
nivel de sistem; Uniunea se confruntd cu o deficienta strategicd in ceea ce priveste
incapsularea, dar si cu o oportunitate majord de a juca un rol de lider in ceea ce
priveste cipurile modulare, stivuirea tridimensionald si cointegrarea dispozitivelor
logice, de memorie, de detectie si de conectivitate;

o linia-pilot pentru materialele cu banda interzisa larga (cum ar fi SiC si GaN)
corespund punctelor forte ale Uniunii in domeniul electronicii de putere si sunt vitale
pentru tranzitia energetica, mobilitatea electricd, infrastructura din surse regenerabile
si sistemele industriale de 1nalta eficienta si

o linia-pilot pentru circuite integrate fotonice, din ce in ce mai importante pentru
transmisia de date in banda larga si cu consum redus, detectie si arhitecturi de calcul
avansate in telecomunicatii si in centrele de date.

In plus, programele de accelerare a trecerii de la stadiul de laborator la stadiul de fabricare
urmaresc sd obtind o adoptare rapida de catre industria UE a tehnologiilor dezvoltate in cadrul
liniilor-pilot, Tn special a tehnologiilor legate de incapsularea avansata si de integrarea
eterogena.

Perspective

Liniile-pilot vor continua sa sprijine experimentarea, testarea si validarea, inclusiv prin
intermediul kiturilor de proiectare a procesului, a performantei blocurilor de proprietate
intelectuald (IP), a prototipurilor virtuale, a modelelor noi si a noilor sisteme eterogene
integrate, in conditii de deschidere si accesibilitate. Kiturile lor de proiectare a procesului
trebuie integrate in platforma de proiectare pentru a permite accesul proiectelor de proiectare
si de creare de prototipuri (virtuale).

Liniile-pilot actuale se vor concentra tot mai mult pe industrializarea si implementarea
tehnologiilor aferente liniilor-pilot pentru a sprijini ecosistemul semiconductorilor din
Uniune.

Pot fi sprijinite linii-pilot noi sau modernizate pentru provocarile emergente, cum ar fi cipurile
IA eficiente din punct de vedere energetic, tehnologii de varf, cum ar fi dispozitivele CFET si
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circuitele integrate monolitice tridimensionale pentru o performantd mai mare si un consum
de energie mai mic, memorii feroelectrice, rezistive si bazate pe sarcind, care permit
operatiuni ultrarapide si cu consum ultra-redus.

Tn plus, pot fi sprijinite bancuri de testare pilot noi sau modernizate in cazul in care diferite
tehnologii sau produse inovatoare sunt combinate si integrate pentru dezvoltarea si validarea
de noi dispozitive 1n aplicatii si industrii utilizatoare esentiale. Un exemplu in acest sens este
un banc de testare pentru miniaturizare, opticd avansata si tehnologii de proiectie laser legate
de ochelarii inteligenti. Bancurile de testare pilot vor contribui la identificarea riscurilor, la
validarea performantei si la asigurarea fezabilitatii in conditii reale Tnainte de implementarea
deplind la scard industriala.

3. Capacitati tehnologice si de inginerie avansate pentru cipurile cuantice

Context

Initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 sprijind dezvoltarea cipurilor cuantice si a tehnologiilor
conexe, inclusiv a celor bazate pe materiale semiconductoare sau integrate cu fotonica.
Actiunile specifice includ biblioteci de proiectare pentru cipurile cuantice, linii-pilot pentru
dezvoltarea cipurilor cuantice si instalatii pentru testarea si validarea cipurilor cuantice
produse de liniile-pilot. Scopul este de a le oferi cercetatorilor, start-upurilor si industriei din
Uniune acces fiabil la instalatii capabile sa produca si sa valideze principalele tehnologii ale
cipurilor cuantice.

Stare

Tn mai 2026, existau sase linii-pilot pentru cipuri cuantice, cate una pentru fiecare dintre
principalele platforme tehnologice ale Uniunii: cipuri supraconductoare, pe baza de spin,
fotonice, pe bazd de diamant, cu atomi neutri si cu ioni captati. Proiectele se axeaza pe
instituirea unor procese stabile de fabricare la scara pilot, pe integrarea instalatiilor de testare
si experimentare, pe elaborarea unor foi de parcurs timpurii privind industrializarea si pe
punerea bazelor pentru extinderea viitoare.
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Linie-pilot Denumire Coordonator

Cipuri SUPREME VTT (FI)
supraconductoare

Clpurl pe baza deSPINS IMEC (BE)

spin

Cipuri fotonice P4Q University of Twente (NL)

Cipuri pe bazd de

G DIREQT CNR (IT)

Cipuri cu atomi

neutri Q-PLANET PASCAL (FR)

Cipuri  cu ioni

. CHAMP-ION SAL (AT)
captati

In plus, se abordeaza activitati de sprijinire a credrii unei comunititi paneuropene de
proiectare cuanticd in jurul bibliotecilor si instrumentelor de proiectare, simulare si verificare
a cipurilor cuantice. In cele din urma, sunt sprijinite tehnologiile generice, inclusiv
subsistemele electronice, criogenice, de incapsulare si de interfatd care pregatesc, protejeaza,
controleaza, interconecteaza si citesc dispozitive cuantice de baza.

Perspective

Capacitatile tehnologice si de inginerie avansate pentru cipurile cuantice vor continua sa fie
dezvoltate si imbunatatite. Aceasta include capabilitati de proiectare, biblioteci de proiectare
pentru cipuri cuantice, linii-pilot, instalatii de testare si experimentare, tehnologii generice. Se
va acorda, de asemenea, sprijin pentru primele eforturi de industrializare ale celor mai mature
evolutii. Se va face o diferentiere in ceea ce priveste sprijinul pentru diferite platforme
tehnologice. Maturizarea tehnologiilor cipurilor cuantice va conduce la o industrializare
sporita.

4. O retea a centrelor de competenti in domeniul semiconductorilor si de
dezvoltare a competentelor

Context

Initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 sprijina functionarea unei retele de centre de competenta
in domeniul semiconductorilor. Aceste centre oferd acces structurat la competente tehnice
specifice, instalatii de testare si servicii de consiliere si le permit intreprinderilor (in special
IMM-urilor si start-upurilor) s isi consolideze capabilitdtile de proiectare, sa experimenteze
noi tehnologii si sa dezvolte competente specializate. Centrele de competentd joacd un rol
esential in abordarea lacunelor Uniunii in materie de competente in domeniul tehnologiilor
semiconductorilor.

Stare

Tn mai 2026, existau centre de competenti in toate statele membre, precum si in Norvegia. In
plus, a fost definita o actiune de sprijin pentru infiintarea si coordonarea activitdtii centrelor
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nationale de competentd. Actiunea de sprijin a lansat un grup tematic pentru formare si
dezvoltarea competentelor, care stimuleaza colaborarea dintre centrele de competenta pentru a
pune 1n aplicare initiative de educatie si perfectionare, pentru a crea concepte de formare si
pentru a oferi formare specifica si acces la platforma de proiectare si la liniile-pilot.

Perspective

Centrele de competentd in domeniul semiconductorilor vor fi sprijinite In continuare. Se va
analiza posibilitatea de a lansa noi centre sau de a reorienta centrele existente in functie de
evolutiile pietei si ale tehnologiei. Cooperarea dintre centrele de competentd in cadrul retelei
globale va fi consolidati, acolo unde este posibil. In plus, se va consolida sprijinul acordat de
centrele de competentd pentru dezvoltarea competentelor, inclusiv prin promovarea cooperarii
cu institutiile de invatamant superior si cu furnizorii de formare profesionald, prin colaborarea
stransd cu Pactul pentru competente si cu grupul de lucru pentru competente al Aliantei
industriale, precum si prin cresterea vizibilitatii si a atractivitdtii sectorului semiconductorilor.

5. Capacitati avansate de proiectare, de creare de prototipuri si de implementare
industriala pentru tehnologiile circuitelor integrate fotonice

Context

Aceastd noud componenta a initiativei ,,Cipuri pentru Europa” sprijina dezvoltarea circuitelor
integrate fotonice si a tehnologiilor asociate. Printre actiuni se numard dezvoltarea
bibliotecilor de proiectare si a instrumentelor de automatizare a proiectdrii pentru circuitele
integrate fotonice si consolidarea liniilor-pilot existente si/sau infiintarea de noi linii-pilot
pentru crearea de prototipuri si productia de circuite integrate fotonice. Se consolideaza
capabilitatile in ceea ce priveste tehnologiile de productie, inclusiv coincapsularea si
integrarea eterogena cu cipurile electronice, echipamentele de productie si platformele de
materiale pentru circuitele integrate fotonice.

Stare

Tn mai 2026, a fost inaugurata o linie-pilot privind circuitele integrate fotonice. Aceasti linie-
pilot ofera servicii de fabricatie cu acces liber in 14 amplasamente-gazda, acoperind mai
multe platforme de materiale fotonice, de la siliciu si nitrurd de siliciu la fosfurd de indiu.
Serviciile includ cicluri de fabricare a cipurilor, integrare hibridd, incapsulare, testare si
calificarea fiabilitatii. Sunt planificate proiecte tehnologice demonstrative, care includ
dispozitive optice coincapsulate pentru centrele de date IA, senzori LIiDAR, motoare de
lumini vizibild pentru AR/VR si procesoare fotonice programabile. In plus, pe langa linia-
pilot in cauza, se dezvolta proiecte demonstrative de nivel industrial pentru tehnologiile
fotonice avansate, in cadrul carora trebuie sa se demonstreze scalabilitatea, fiabilitatea si
pregdtirea pentru integrare.

Perspective

Circuitele integrate fotonice si tehnologiile asociate vor fi sprijinite Tn continuare. Aceasta
include instrumente de proiectare, biblioteci de proiectare, linii-pilot, proiecte demonstrative
si servicii de formare. Se va acorda o atentie deosebita transferului si adoptarii industriale a
tehnologiilor dezvoltate n cadrul acestei componente a initiativei ,,Cipuri pentru Europa” 2.0.
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6. Activititile ,,Fondului pentru cipuri” pentru accesul la capital al start-upurilor,
al intreprinderilor in curs de extindere si al IMM-urilor

Context

Initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 sprijinad crearea unui ecosistem de inovare prosper in
domeniul semiconductorilor si al tehnologiilor cuantice prin sprijinirea accesului
start-upurilor, al intreprinderilor in curs de extindere si al IMM-urilor la capitalul de risc,
astfel incat acestea sa isi dezvolte activitatea si sa isi extinda prezenta pe piatd intr-un mod
sustenabil.

Stare

Tn mai 2026, Fondul pentru cipuri era pus in aplicare prin intermediul a doua facilitati
tematice de investitii: programul Accelerator al Consiliului European pentru Inovare, cu
finantare din programul Orizont Europa sub forma de granturi mixte si capitaluri proprii
pentru start-upuri din domeniul tehnologiei profunde cu grad ridicat de risc si Fondul
InvestEU, gestionat de Fondul european de investitii, cu o garantie din partea programului
,Europa digitala”, pentru investitii de capital intermediate, de la stadiul incipient la stadiul de
crestere. Bugetul de 300 de milioane EUR disponibil pentru programul Accelerator a fost
utilizat integral in doar doi ani si sprijina 24 de start-upuri extrem de inovatoare, cu un total de
62 de milioane EUR sub forma de granturi si 238 de milioane EUR sub forma de investitii de
capital recomandate. In ceea ce priveste componenta InvestEU a Fondului pentru cipuri, au
fost selectati patru parteneri financiari si au fost semnate sau aprobate cu acestia fonduri in
valoare de 68 de milioane EUR, ceea ce a avut ca rezultat, pana in prezent, faptul ca 31 de
intreprinderi au beneficiat de investitii de capital in valoare de 116 milioane EUR de la stadiul
incipient pana la stadiul de crestere.

Perspective

Desi se acorda in continuare atentie start-upurilor, se va pune un accent mai mare pe
intreprinderile in curs de extindere si pe finantarea intr-o etapd ulterioard. Se vor mobiliza
intr-o masura tot mai mare finantari considerabile din Fondul ,,Scale-up Europe” pentru
intreprinderile in curs de extindere din domeniul tehnologiei profunde, atragandu-se capital de
risc privat suplimentar.

1. Marile provocari
Context

Aceastd noud componenta a initiativei ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 va sprijini initiativele
transsectoriale la scard largd care abordeaza provocarile tehnologice si industriale majore de
importanta strategicd pentru Uniune (,,marile provocdri”), care ar putea afecta diferite
ecosisteme. Se preconizeaza cd marile provocdri vor duce la progrese tehnologice in ceea ce
priveste tehnologiile de uz general si de varf, la integrarea produselor de la un capat la altul pe
parcursul intregului ciclu de viata al dezvoltarii produselor si la industrializarea lor inainte de
comercializare.

Stare

Pana in mai 2026, nu s-au desfasurat activitati sub egida ,,marilor provocari” in cadrul
initiativei.
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Perspective

Printre posibilele mari provocari care pot fi vizate se pot numara dezvoltarea de noi tehnologii
de calcul pentru reducerea drasticd a consumului de energie (de exemplu, de 1 000 de ori).
Marile provocdri ar avea ca rezultat infrastructuri de IA eficiente din punct de vedere
energetic, sigure si distribuite, care sd permitd acceleratoare de IA de inaltd performantd
(memorie de clasa HBM, circuite logice stivuite, interconexiuni optice/RF), sisteme de 1A
agentica/intrupatd, inteligentd contextuald la marginea retelei si infrastructuri sigure cu
consum redus. Dezvoltarea de cipuri eficiente din punct de vedere energetic, inclusiv de cipuri
de IA, va sprijini, de asemenea, marea provocare de ,pionierat in ceea ce priveste
infrastructura de calcul eficientd din punct de vedere energetic si din punctul de vedere al
utilizarii resurselor, in vederea imbunatatirii durabilitatii acestora la scard larga”, astfel cum a
fost identificatd in Actul legislativ privind dezvoltarea tehnologiilor de tip cloud si a lA
(CADA)®. Se va stabili o legiturd stransa intre activititile de cercetare si inovare pentru a
aborda cele doud provocari complementare, inclusiv eventuale cereri de propuneri
coordonate.

O altda mare provocare este reprezentatd de dezvoltarea procesoarelor si acceleratoarelor
proiectate si, dupa caz, fabricate in UE, care ar urma sa faca parte dintr-o arhitectura de cloud
si IA. Aceastd mare provocare este, de asemenea, strans legata de o mare provocare in
contextul CADA, si anume ,,atingerea autonomiei in ceea ce priveste arhitectura de cloud si
IA, in vederea eliminirii dependentelor in ceea ce priveste tehnologiile critice”, contribuind
la aceasta. Marea provocare poate viza in special solutiile dezvoltate de viitoarele start-upuri
si poate include utilizarea achizitiilor publice in domeniul inovarii. Din nou, se va stabili o
legdtura stransa intre activitatile de cercetare si inovare pentru a aborda cele doud provocari
complementare, inclusiv eventuale cereri de propuneri coordonate.

O a treia mare provocare poate fi reprezentatd de IA fizica, in ceea ce priveste furnizare
tehnologiilor fundamentale care sd permitd o gama larga de aplicatii, servicii si sisteme
autonome viitoare, de la roboti umanoizi la roboti industriali, de exemplu, si implementarea
acestora, in special in domeniul tehnologiei medicale si al asistentei medicale, pand la
productie, industria aerospatiala si sectorul apararii. Cercetarea si inovarea in domeniul A
fizice va conduce la progrese in ceea ce priveste tehnologiile de uz general, cum ar fi
semiconductorii de putere, microcontrolerele si tehnologiile analogice/cu semnal mixt si de
detectie. Cercetarea si inovarea vor fi urmate de productia industriala si comercializarea 1A
avansate integrate in masini autonome, roboti, retele in banda larga si dispozitive conectate de
generatie urmatoare.

O a patra mare provocare poate fi legatd de ochelarii inteligenti si de lumile virtuale. O
comunicare recentad a Comisiei stabileste strategia si actiunile propuse privind lumile virtuale
si Web 4.0°. In acest context, optica, fotonica si tehnologiile semiconductorilor sunt esentiale
pentru realizarea dispozitivelor de detectie si vizualizare care sprijind aplicatiile lumilor
virtuale, cum ar fi ochelarii inteligenti. Cercetarea si inovarea vor imbunatati in mod
semnificativ calitatea, performanta si eficienta prelucrarii si comunicarii continutului lumilor
virtuale. O mare provocare pentru ochelarii inteligenti vizeaza integrarea componentelor
relevante cu consum ultra-redus, cum ar fi electronica de putere, senzorii, camerele,
dispozitivele audio, laserele, ochelarii speciali, afisajele, cipurile neuromorfe sau de IA in
prototipurile de lucru si proiectele demonstrative.

8 A se vedea articolul 4 din Actul legislativ privind dezvoltarea tehnologiilor de tip cloud si a IA.

4 A se vedea articolul 5 din Actul legislativ privind dezvoltarea tehnologiilor de tip cloud si a IA.

5 Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European
si Comitetul Regiunilor — ,,0 initiativa a UE privind Web 4.0 si lumile virtuale: in avangarda urmatoarei
tranzitii tehnologice” [COM(2023) 442 final din 11 iulie 2023].
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Marile provocari pot aborda, de asemenea, obiectivele pietei, de exemplu, parcurgerea etapei
de finalizare (tape-out) a cipurilor de catre 100 de start-upuri fabless, inclusiv 10 unicorni,
pana in 2035. Un alt tip de mare provocare poate aborda pietele-lider si stimularea cererii, de
exemplu prin dezvoltarea de platforme hardware pentru autovehicule sau a stivei tehnologice
complete pentru (giga)fabricile de IA. Marile provocari pot aborda, de asemenea, noile
tehnologii de productie a semiconductorilor, de exemplu cresterea reciclarii si stimularea
circularitatii materialelor sau dezvoltarea unor tehnologii avansate de racire a
semiconductorilor.

Industrializarea noilor tehnologii este o parte esentiald a marilor provocari.
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Anexa |l Domenii prioritare pentru proiectele strategice

Descrierea tehnica a domeniilor prioritare potentiale pentru proiectele strategice: domeniul
de aplicare al actiunilor

1 Fabricarea semiconductorilor avansati la nivel european®

Ar trebui luate masuri consolidate pentru a crea o cerere sustinutd de semiconductori avansati
prin dezvoltarea ecosistemului tehnologic avansat al UE. Suveranitatea si securitatea
aproviziondrii la nivelul UE 1In domeniul productiei de cipuri avansate si al inovarii sunt
esentiale pentru a promova un ecosistem prosper si competitiv al semiconductorilor in UE, cu
o dependenta redusa de lanturile de aprovizionare strdine. Acest lucru este deosebit de
important pentru a raspunde cererii tot mai mari de infrastructura de IA si de cloud. in plus,
cipurile avansate sunt indispensabile pentru sectoare industriale strategice, cum ar fi sectorul
apararii, sectorul sanatatii, sectorul spatial, robotica, sectorul asistentei medicale,
comunicatiile securizate, dronele si vehiculele autonome. Acestea sunt, de asemenea, factori
de productie esentiali pentru domeniile emergente si cu valoare ridicatd, cum ar fi fotonica si
cipurile cuantice.

Acest proiect strategic urmareste crearea unei fabrici de semiconductori la nivelul UE, care sa
combine fabricarea de cipuri pe noduri de varf cu integrarea cipurilor modulare si
incapsularea 2,5D/tridimensionald. Proiectul se bazeaza pe fundamente de cercetare solide,
validate in cadrul initiativei ,,Cipuri pentru Europa” in temeiul Regulamentului privind
cipurile. Instalatia de productie va respecta valorile europene, inclusiv garantiile de
confidentialitate, integritate si trasabilitate a cipurilor, in special pentru aplicatiile si
infrastructurile sensibile si strategice. Intreprinderile europene ar putea contribui la crearea
cererii prin oferirea de stimulente de crestere pentru cipurile fabless si proiectarea sistemelor
bazate pe IA. Se estimeaza investitii publice si private intre 20 si 40 de miliarde EUR, in
functie de optiunea aleasa. Ar putea fi mobilizate investitii publice si private Tn valoare de 3-
4 miliarde EUR pentru a stimula dezvoltarea intreprinderilor fabless de proiectare a cipurilor
in intreaga UE prin finantare din urmatorul CFM, din partea statelor membre, a industriilor
relevante si a investitorilor privati.

Acest proiect, care urmeaza sa fie dezvoltat in stransad colaborare cu partile interesate de la
nivel national si international, inclusiv cu parteneri credibili in domeniul tehnologiei si al
productiei, va permite crearea unor capacitati de varf care sa reducd dependentele structurale
de furnizorii din afara UE, sa sporeasca securitatea aprovizionarii pentru sectoare precum I[A,
sectorul apararii, sectorul spatial, sectorul sanatatii, telecomunicatiile si industria auto si sa
consolideze suveranitatea tehnologica a UE.

Ca un prim pas, poate fi lansatd o cerere informald de exprimare a interesului. Dupa
analizarea manifestarilor de interes transmise, poate urma o cerere de propuneri.

2. Cipuri si sisteme de IA pentru infrastructura de calcul a UE

In prezent, Uniunea depinde de cipuri si sisteme integrate de IA striine, ceea ce duce la iesiri
semnificative de capital pentru importul de tehnologii critice de A strdine. Prin urmare,
consolidarea suveranitdtii tehnologice a Uniunii necesitd dezvoltarea unei capacitati
competitive, autohtone, la nivel de cip si la nivelul intregii arhitecturi de calcul.

Aceasta parte dezvolta o posibild punere in aplicare a articolului 19.
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Acest proiect strategic vizeaza proiectarea, dezvoltarea, crearea de prototipuri si faza de
finalizare (tape-out) a cipurilor de IA si a sistemelor de calcul bazate pe tehnologii europene
avansate. Proiectarea cipurilor de IA va avea ca rezultat dezvoltarea de proiecte demonstrative
si prototipuri care pot fi evaluate pe o platformd de testare comund in raport cu criterii de
referinta clare. Se vor dezvolta prototipuri de sisteme de 1A la nivel de rack complet, inclusiv
acceleratoare de 1A, memorie cu latime mare de banda, placi, retele cu latenta foarte redusa si
arhitecturd software completd, care urmeaza sa fie puse la dispozitie pentru evaluare
comparativa pe baza unor volume de lucru convenite. Prototipurile de sisteme la nivel de rack
vor face obiectul demonstratiei pe un banc de testare comun al UE. Testarea si punctajul final
vor utiliza indicatori-cheie de performanta clari pe bancurile de testare comune ale UE operate
de o instalatie neutra.

Acest proiect strategic va reduce dependenta de furnizorii din afara UE si va spori
suveranitatea tehnologica in intreaga arhitecturd de IA. Acesta va consolida ecosistemul UE
pentru proiectarea, integrarea si optimizarea sistemelor de IA de 1naltd performanta,
activitatile de cercetare si dezvoltare, manipularea si testarea datelor fiind executate in
Uniune, ancorand astfel competentele, know-how-ul si lanturile de aprovizionare in Europa.
Adoptarea sistemelor de IA va crea o cerere suplimentara pentru a justifica investitii
suplimentare 1n productie in Europa.

Ca un prim pas, poate fi lansatd o cerere informald de exprimare a interesului. Dupa
analizarea manifestarilor de interes transmise, poate urma o cerere de propuneri.

3. Procesoare de aplicatii auto pentru conducerea autonoma

Industria auto trece in prezent printr-o transformare esentiald, determinatd in principal de
aparitia vehiculelor electrice, conectate si autonome. Aceasta schimbare necesita o arhitectura
electricd/electronicd (E/E) mai centralizata, mai integratd si mai flexibild pentru a rdspunde
nevoilor de calcul avansate ale sistemelor de conducere autonoma, pentru a asigura
conectivitatea neintrerupta a vehiculelor, pentru a sprijini gestionarea puterii vehiculelor
electrice si pentru a permite noi servicii de mobilitate. In prezent, producitorii europeni de
echipamente originale pentru autovehicule se bazeaza pe furnizori din afara Europei pentru
procesoarele de aplicatii care permit conducerea autonomad, ceea ce creeazd dependente,
posibile vulnerabilitati care pot fi exploatate, precum si potentiale riscuri de securitate.

Acest proiect strategic vizeaza proiectarea, dezvoltarea, crearea de prototipuri si faza de
finalizare (tape-out) a procesoarelor de aplicatii auto de inalta performanta bazate pe RISC-V.
Aceste procesoare vor include tehnici avansate de arhitectura informatica, configuratii
multi-nucleu si suport pentru interfete de memorie cu latime mare de banda, raspunzand
cerintelor complexe de calcul ale sistemelor de conducere autonoma. In plus, acceleratoarele
de TA si de invatare automata vor fi dezvoltate cu extensii ale arhitecturii de seturi de
instructiuni (ISA) specializate pentru calcule eficiente bazate pe utilizarea intensiva a datelor.
Acceleratoare vor fi optimizate pentru aplicatii auto, sprijinind modelele avansate de IA, cu
accent pe eficienta energeticd, pe reducerea latentei si pe capabilitati de prelucrare in timp
real. Rezultatul final va fi un prototip al unui cip de siliciu de clasda industriala, care
incorporeazd un procesor de aplicatie RISC-V competitiv, alaturi de memorie, acceleratoare si
orice alte blocuri de proprietate intelectuala relevante, beneficiind de tehnici de incapsulare
avansatd. Dezvoltarea hardware-ului trebuie sa fie insotitd de un set de instrumente mature.
Intreprinderile din sectorul autovehiculelor trebuie si fie in masurd si implementeze
rezultatele ntr-un mediu operational ca dispozitive calificate.
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Proiectul strategic va aborda suveranitatea tehnologica a Europei in ceea ce priveste
procesoarele si acceleratoarele de IA pentru autovehicule. Acesta va reduce dependenta de
furnizorii strdini a producatorilor europeni de echipamente originale pentru autovehicule.
Adoptarea procesoarelor si acceleratoarelor de aplicatii va crea o cerere suplimentara pentru a
justifica investitii suplimentare in productie in Europa.

Ca un prim pas, poate fi lansatd o cerere informald de exprimare a interesului. Dupa
analizarea manifestarilor de interes transmise, poate urma o cerere de propuneri.

4. Instalatie europeana de productie de memorii

Cipurile de memorie, cum ar fi DRAM, NAND si memoriile nevolatile emergente, sunt
componente esentiale ale centrelor de date, ale sistemelor de 1A, ale produselor electronice
auto, ale echipamentelor de telecomunicatii, ale automatizarii industriale si ale aplicatiilor de
aparare. In prezent, piata mondiald a memoriilor este puternic concentrati in Asia (Coreea de
Sud, Taiwan, China) si in Statele Unite. UE nu dispune de o capacitate autohtona de productie
de memorii, ceea ce face ca lanturile de aprovizionare europene critice sd fie extrem de
vulnerabile la socurile geopolitice, la litigiile comerciale si la dezastrele naturale. Aceasta
dependentd a devenit extrem de evidentad Tn 2026, deoarece cresterea cererii de memorie cu
latime mare de banda legatd de IA (HBM) a determinat producdtorii sa 1si realoce capacitatea
de productie in detrimentul memoriilor standard DRAM si NAND, declansand cresteri bruste
ale preturilor In unele segmente si deficite grave de alocare pentru industriile europene. Prin
urmare, absenta unei unitdti europene de productie de memorii constituie o vulnerabilitate
strategicd pentru suveranitatea digitald, rezilienta economica si pregatirea pentru apdrare a
UE. Un proiect strategic de infiintare a unei unitati europene de productie de memorii ar fi
necesar nu numai pentru a asigura aprovizionarea industriilor-cheie, ci si pentru a ancora
know-how-ul avansat in materie de productie, pentru a stimula inovarea de-a lungul lantului
valoric al semiconductorilor si pentru a sprijini obiectivele mai ample ale UE in cadrul
politicilor de securitate industriald, digitala si economica.

Proiectul strategic de infiintare a unei unitati europene de productie de memorii va necesita 0
abordare bazata pe consortii, care sa combine finantarea publica din partea UE si a statelor
membre participante cu investitii private substantiale, probabil in valoare de 15-30 de
miliarde EUR, avand in vedere intensitatea capitalului unitatilor moderne de productie de
memorii. Ar putea fi avutd in vedere infiintarea unei intreprinderi comune sub conducere
europeand pentru a consolida o pozitie diferentiatd, cum ar fi cea conferitd de memoriile
incorporate, memoriile cu consum redus sau tehnologiile emergente legate de 1A si edge
computing. O abordare etapizata poate incepe cu o linie-pilot/de cercetare si dezvoltare
inainte de a se extinde la productia de volum mare, atenuand riscurile si consolidand
capabilitatile Tn mod treptat.

O cerere specifica de exprimare a interesului poate fi structurata pentru a identifica partenerii
industriali, furnizorii de tehnologie si gazdele din statele membre care doresc sd isi asume
angajamente 1n cadrul acestei initiative strategice.

5. Proiectarea cipurilor de varf

Desi construirea de instalatii fizice de productie este vitald, o mare parte din valoarea
economica, marjele de profit si controlul tehnologic din lantul de aprovizionare cu
semiconductori constd in proiectarea cipurilor, arhitectura si proprietate intelectuald. Europa
are puncte forte importante in domeniul cercetarii, al semiconductorilor pentru autovehicule si
al echipamentelor pentru semiconductori; cu toate acestea, se situeaza pe o pozitie relativ
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slabd in ceea ce priveste proiectarea la scara largd a celor mai avansate cipuri logice, in
special a celor bazate pe arhitecturi de varf si noduri de proces. Prin urmare, UE se bazeaza in
mare masura pe intreprinderi din afara Europei pentru capacitati avansate de calcul si de IA.
Fara o capacitate autohtond de proiectare de varf, Europa riscd sd ramana dependentd de
arhitecturi strdine, 1asand infrastructura criticd, apdrarea si industriile legate de 1A expuse
restrictiilor geopolitice, dependentelor de aprovizionare si dependentei de furnizori.
Consolidarea capacitatilor de proiectare a cipurilor i-ar permite UE nu numai sa capteze mai
multd valoare in cadrul lantului valoric al semiconductorilor, ci si sd integreze prioritatile
europene, cum ar fi securitatea, confidentialitatea, rezilienta si eficienta energeticd, direct in
hardware-ul avansat.

Un proiect strategic pentru proiectarea cipurilor de varf urmareste sd instituie o capacitate
suverand, de talie mondiala in cadrul UE, pentru proiectarea de cipuri logice de varf, punand
accentul mai degrabd pe proprietatea intelectuald, arhitectura si verificare decat pe productie.
Domeniile de interes pot include:

o acceleratoare avansate de IA pentru aplicatii de tip cloud, de edge computing si
industriale (inclusiv pentru modelare geospatiala si gemeni digitali);

. procesoare de inaltd performanta pentru supercalcul si centre de date;

o cipuri securizate din faza de proiectare pentru infrastructura critica, sectorul apararii,
aeronautica si sectorul spatial;

o procesoare specifice domeniilor pentru vehicule autonome, robotica si automatizare
industriala;

o circuite integrate specifice aplicatiilor (ASIC) si sisteme pe cipuri (SoC) pentru
telecomunicatii 5G/6G;

o procesoare cu arhitectura deschisa bazate pe RISC-V in nodurile de varf;

J platforme avansate cu cipuri modulare pentru integrarea 2,5D/tridimensionala in

aplicatii in domeniul auto, aerospatial si al telecomunicatiilor.

Punerea in aplicare poate lua forma unui parteneriat public-privat la scara largd, care sa
mobilizeze 8-12 miliarde EUR sub forma de finantare combinatd din partea UE, a statelor
membre si a sectorului privat, structurat in jurul unor consortii axate pe firme de
semiconductori fabless si care sd implice centre de proiectare ASIC, furnizori de instrumente
de automatizare a proiectarii electronice, furnizori de proprietate intelectuala, institute de
cercetare si industrii care sunt utilizatori finali (producatori de autovehicule si de echipamente
originale aeronautice, operatori de telecomunicatii, contractanti principali din domeniul
apararii). Investitiile vor acoperi echipele proiectare si de realizare a arhitecturii cipurilor,
instrumentele avansate de proiectare si bibliotecile de proprietate intelectuald, crearea de
prototipuri, verificarea, arhitectura de software si industrializarea. Proiectul va avea acces
garantat la servicii de fabricare avansata prin parteneriate cu turnatorii de varf sau cu linii-
pilot europene la 2 nm sau mai putin. O abordare etapizatd poate incepe cu cartografierea
capacitatilor si selectarea aplicatiilor-tintd, urmate de programe de proiectare si validare,
procese-pilot de finalizare a proiectului (tape-out), dezvoltarea ecosistemelor si
implementarea comerciald, alaturi de masuri specifice de dezvoltare a talentelor si de atragere
a expertilor de talie mondiala in domeniul ingineriei.

O cerere de exprimare a interesului poate invita consortiile industriale sa prezinte propuneri
de proiecte de proiectare a cipurilor de varf cu o relevanta strategica clard, solicitandu-le
participantilor sa specifice domeniul de aplicare vizat, diferentierea tehnologica preconizata,
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investitiile necesare, accesul la infrastructura de proiectare si productie, calendarul pentru
prototip si comercializare, precum si contributia la rezilienta si competitivitatea Europei.

6. Consolidarea segmentelor-cheie ale lantului valoric

Uniunea se confruntd cu mai multe vulnerabilitati la nivelul lantului valoric al
semiconductorilor. Multe dintre aceste vulnerabilitati sunt bine cunoscute, inclusiv cele de
mai sus, Tn timp ce altele sunt mai putin evidente si/sau considerate mai putin critice. Aceste
din urma vulnerabilitdti pot iesi la suprafatd atunci cand au loc anumite evenimente,
dezvaluind impactul lor deplin si expunand dependentele, astfel cum s-a observat in cazul
Nexperia (a se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei).

Nu va fi fezabil sau practic ca Uniunea sa abordeze toate vulnerabilitétile posibile din lantul
valoric al semiconductorilor. Cu toate acestea, ar putea fi de dorit ca Uniunea sa aiba
posibilitatea de a reduce unele vulnerabilitdti si de a consolida segmente-cheie ale lantului
valoric, 1n special atunci cand perturbérile au demonstrat dependente sau cand este probabil sa
aiba loc astfel de perturbari.

Acest tip de proiecte strategice vizeaza consolidarea unui anumit segment esential al lantului
valoric al semiconductorilor. Astfel de interventii nu se vor limita la cele mai avansate parti
ale lantului valoric si pot viza, de exemplu, productia de cipuri de uz general, procese de
fabricare finald (back-end), asamblarea placilor de circuite imprimate (PCB), precum si
materialele si echipamentele. Un exemplu de proiect strategic potential ar putea fi crearea
unei instalatii OSAT’ care si riaspundi in principal nevoilor industriilor utilizatoare europene.
Un alt exemplu poate fi crearea unei instalatii de incapsulare avansata, care sa completeze
unitatile de fabricare initiald (front-end) (noi). Principalii participanti la proiectele strategice
vor fi intreprinderi cu sediul in Uniune, iar investitiile principale vor avea loc, de regula, dar
nu neaparat intotdeauna, in Uniune.

Acest tip de proiecte strategice abordeaza vulnerabilitatile suspectate si dovedite din lantul
valoric al semiconductorilor. Utilizarea unor actiuni specifice pentru a consolida segmentele-
cheie ale lantului valoric va spori suveranitatea tehnologicd a Europei si va reduce
dependentele de actorii straini.

Consiliul european pentru semiconductori va avea un rol esential in selectarea domeniilor
lantului valoric in care este necesari consolidarea. In etapa urmitoare, poate fi lansati o
cerere informala de exprimare a interesului. Dupd analizarea manifestarilor de interes
transmise, poate urma o cerere de propuneri.

Furnizorii de servicii OSAT — servicii externalizate de asamblare si testare a semiconductorilor sunt
furnizori terti de servicii specializati in etapele finale si critice ale productiei de cipuri, si anume
incapsularea matritei semiconductorului si testarea functionalitatii acestuia inainte de a ajunge la clienti.
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ANEXA 111 Indicatorii cuantificabili pentru monitorizarea punerii in aplicarea si
raportarea progreselor inregistrate de prezentul resulament in directia realizarii
obiectivelor sale

Comisia este responsabila pentru monitorizarea periodica a punerii in aplicare a prezentului
regulament, eventual cu sprijinul studiilor externe, al datelor din partea statelor membre si al
datelor de piatd. Comisia efectueaza o evaluare cuprinzatoare a eficacitatii, a eficientei, a
coerentei, a proportionalititii si a subsidiaritatii prezentului regulament. In conformitate cu
articolul 60 din prezentul regulament, un raport de evaluare care prezinta principalele
constatari trebuie transmis Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic si
Social European si Comitetului Regiunilor. Dupa caz, Comisia poate adauga la acest raport
propuneri de imbunatatire sau de adaptare a prezentului regulament.

Comisia, in stransd cooperare cu statele membre, monitorizeaza periodic punerea in aplicare
si aplicarea dispozitiilor legale, acordand o atentie deosebitad eficacitatii masurilor adoptate.
Activitatile de monitorizare se bazeaza pe indicatori cantitativi si calitativi, pe baza datelor
furnizate de partile interesate din intregul lant valoric al semiconductorilor, de statele membre
si de organismele relevante ale Uniunii.

Indicatorii cuantificabili se bazeazd pe cele doua obiective generale ale prezentului
regulament.

Indicatori generali de monitorizare:

] totalul intrarilor de investitii straine directe legate de semiconductori in Uniune;

° fortd calificatd de munca in domeniul semiconductorilor si al fotonicii, inclusiv forta
de muncd instruitd/recalificatd prin intermediul inifiativelor centrelor nationale de
competentd Tn domeniul cipurilor;

] sprijin public pentru start-upuri si intreprinderile in curs de extindere si
L extinderea finantarii prin intermediul capitalului privat si al capitalului de risc.

Indicatori specifici de monitorizare:

Primii indicatori specifici de monitorizare pentru consolidarea capacitdtii, a securitatii
aprovizionarii si a competitivitatii industriei semiconductorilor din UE de-a lungul lantului
valoric, inclusiv pentru cipurile de IA de varf:

J cota Uniunii din valoarea globala a semiconductorilor (in EUR) la nivelul diferitelor
segmente ale lantului valoric:

J proiectare, proprietate intelectuald, automatizarea proiectarii electronice;
J productia;

o fabricarea de echipamente;

o OSAT (incapsulare);

o materiale/gaze;

J intreprinderi lider la nivelul Uniunii in orice segment al lantului valoric;
. capacitatea instalata de fabricare a plachetelor in Uniune (wpm).
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Al doilea indicator specific de monitorizare pentru dezvoltarea unei piete puternice a
utilizatorilor in principalele sectoare industriale: consumul de cipuri n sectoare-cheie
(industria auto, sectorul energiei, sectorul sdnatatii, sectorul apardrii, telecomunicatii,
IA/centre de date/tehnologie de tip cloud) ca valoare (EUR).

Al treilea indicator specific de monitorizare pentru cresterea capabilitatilor de obtinere de
informatii operative pentru pregatirea pentru situatii de criza si raspunsul in astfel de situatii:
gradul de acoperire (in %) a lantului valoric al semiconductorilor din Uniune, monitorizat de
Platforma B2B pentru lantul de aprovizionare cu semiconductori.
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ANEXA 1V Sinergii ale prezentului requlament cu alte programe

Sinergiile initiativei ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 cu obiectivele specifice nr. 1-5 ale
programului ,,Europa digitald” asigura faptul ca:

(a)

(b)

(©)

accentul pe care initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 il pune din punct de
vedere tematic pe tehnologiile semiconductorilor si pe tehnologiile cuantice
este complementar;

obiectivele specifice nr.1-5 ale programului ,,Europa digitala” sprijina
consolidarea capacitatilor digitale in domeniul tehnologiilor digitale avansate,
inclusiv calculul de 1naltd performanta, [A si securitatea cibernetica, precum si
competentele digitale avansate;

initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 va investi in consolidarea capacitatilor
pentru a Intdri capabilitatile avansate de proiectare, de productie si de integrare
a sistemelor la nivelul tehnologiilor de varf ale semiconductorilor, al
tehnologiilor de generatie urmatoare ale semiconductorilor si al tehnologiilor
cuantice de varf, pentru a promova dezvoltarea intreprinderilor inovatoare,
pentru a consolida lanturile valorice si de aprovizionare cu semiconductori din
Uniune, pentru a raspunde nevoilor sectoarelor industriale esentiale si pentru a
crea noi piete.

Sinergiile cu Orizont Europa asigura faptul ca:

(a)

(b)

(©)

in pofida faptului ca domeniile tematice abordate de initiativa ,,Cipuri pentru
Europa” 2.0 si o serie de domenii tematice abordate de Orizont Europa sunt
convergente, tipul de actiuni care urmeaza sa fie sprijinite, rezultatele scontate
si logica de interventie a acestora sunt diferite si complementare;

Orizont Europa oferd un sprijin considerabil cercetarii, dezvoltarii tehnologice,
prezentarii in scop demonstrativ, proiectelor-pilot, validarii conceptului, testarii
si credrii de prototipuri, inclusiv implementarii inainte de comercializare a
tehnologiilor digitale inovatoare, in special prin:

(i) alocarea unui buget specific in cadrul pilonului ,,Provocari globale si
competitivitate industriald europeana” pentru clusterul ,,Dezvoltarea
digitala, industrie si spatiu” pentru dezvoltarea de tehnologii generice [IA
si roboticd, internet de noua generatie, calcul de inaltd performanta si
volume mari de date, tehnologii digitale esentiale (inclusiv
microelectronica), care combind tehnologia digitala cu alte tehnologii];

(it)  sprijinirea infrastructurilor de cercetare in cadrul pilonului ,,Excelenta
stiintifica”;

(iii) integrarea tehnologiei digitale Tn toate domeniile care constituie
provocari globale (sandtate, securitate, energie si mobilitate, clima etc.) si

(iv) sprijinirea dezvoltarii inovatiilor revolutionare in cadrul pilonului ,,0
Europa inovatoare” (multe dintre acestea vor combina tehnologiile
digitale cu alte tehnologii);

initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 se axeaza exclusiv pe construirea de
capacitati la scara largd in domeniul tehnologiilor semiconductorilor si al
tehnologiilor cuantice in Tntreaga Uniune. Aceasta va investi in:
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3)

(d)

(€)

(f)

(@)

(i) incurajarea inovarii prin sprijinirea a doud capacitati tehnologice strans
interconectate care permit proiectarea de noi concepte de sistem si
testarea si validarea acestora in cadrul liniilor-pilot;

(it)  furnizarea de sprijin specific pentru consolidarea capacitatilor de formare
si Tmbunatatirea competentelor si aptitudinilor digitale avansate aplicate,
pentru a sprijini dezvoltarea si implementarea semiconductorilor prin
intermediul dezvoltarii tehnologice si de catre sectoarele industriale care
sunt utilizatori finali si

(iii) o retea de centre nationale de competenta, care sa faciliteze accesul si sa
furnizeze competente specifice si servicii de inovare comunitatilor si
sectoarelor industriale care sunt utilizatori finali, cu scopul de a dezvolta
noi produse si aplicatii si de a remedia disfunctionalitétile pietei;

capacitatile tehnologice ale initiativei ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 vor fi puse la
dispozitia comunitatii de cercetare si inovare, inclusiv pentru actiuni sprijinite
prin Orizont Europa;

pe masurd ce dezvoltarea de tehnologii digitale inovatoare in domeniul
semiconductorilor ajunge la maturitate prin Orizont Europa, respectivele
tehnologii, atunci cand este posibil, vor fi preluate si implementate treptat de
initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0;

programele Orizont Europa infiintate 1in temeiul Regulamentului
(UE) 2021/695 care vizeaza dezvoltarea programelor de formare axate pe
aptitudini si competente, inclusiv a celor predate la centrele de colocatie ale
comunitatilor de cunoastere si inovare din cadrul Institutului European de
Inovare si Tehnologie, sunt completate prin consolidarea capacitatilor pentru
competentele digitale aplicate avansate si competentele din domeniul
tehnologiilor semiconductorilor si al tehnologiilor cuantice, sprijinitd de
initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0;

sunt create mecanisme puternice de coordonare destinate programarii si punerii
n aplicare, prin alinierea tuturor procedurilor, atat pentru Orizont Europa, cét
si pentru initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0, cat mai mult posibil; structurile
lor de guvernanta vor include toate serviciile relevante ale Comisiei.

Sinergiile cu propunerea de Act legislativ privind dezvoltarea tehnologiilor de tip
cloud si a IA (CADA) contribuie la o abordare coerentd a consolidarii suveranitatii
tehnologice a Uniunii, prin abordarea atat a ofertei, cat si a cererii de tehnologii
avansate ale semiconductorilor, in special prin:

(@)

(b)

mobilizarea cererii de semiconductori care rezulta din dezvoltarea tehnologiei
de tip cloud si a IA: prezentul regulament sprijind capacitatea Uniunii de a
raspunde cererii de semiconductori de inalta performantd si eficienti din punct
de vedere energetic, generatd de extinderea infrastructurii de cloud si de IA,
inclusiv a centrelor de date si a instalatiilor de calcul la scara larga;

sprijinirea implementarii fabricilor de IA si a gigafabricilor de IA: prezentul
regulament sprijind disponibilitatea semiconductorilor avansati si specializati
necesari pentru calculul de naltd performanta si aplicatiile de inteligenta
artificiala, permitand astfel implementarea si extinderea fabricilor de IA si a
gigafabricilor de IA in Uniune si contribuind la dezvoltarea IA la scara
industriala si la capabilitatile stiintifice;
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(4)

(5)

(c) sprijinirea unor infrastructuri digitale sigure si reziliente: prezentul regulament
dezvoltarea unor medii de cloud si IA fiabile si suverane pentru cazurile de
utilizare criticd necesare pentru a spori dependenta de componente hardware
sigure si fiabile prin consolidarea rezilientei si a securitdtii lanturilor valorice
ale semiconductorilor;

(d) sprijinirea implementarii infrastructurilor digitale pe baza capacitatilor
tehnologice ale Uniunii si reducerea expunerii la dependentele externe;

(e) contributia la obiectivele de durabilitate ale implementarii infrastructurii
digitale: prezentul regulament sprijind dezvoltarea si productia de
semiconductori eficienti din punctul de vedere al utilizérii resurselor si din
punct de vedere energetic, pentru a aborda implementarea tot mai mare a
centrelor de date si a infrastructurii de cloud, care se preconizeaza cd va spori
cererea de tehnologii digitale eficiente din punct de vedere energetic.

Sinergiile cu programele Uniunii care fac obiectul gestiunii partajate, inclusiv
Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european Plus, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurali si Fondul european pentru afaceri
maritime, pescuit si acvaculturd, vor asigura dezvoltarea si consolidarea
ecosistemelor de inovare regionale si locale, transformarea industriala, precum si
transformarea digitald a societdtii si a administratiei publice. Acest lucru include
acordarea de sprijin pentru transformarea digitala a industriei si asimilarea
rezultatelor, precum si dezvoltarea unor noi tehnologii si solutii inovatoare. Initiativa
,Cipuri pentru Europa” 2.0 va completa si va sprijini crearea de retele la nivel
transnational si cartografierea capacitatilor pe care le va sprijini si le va pune la
dispozitia IMM-urilor si a sectoarelor industriale care sunt utilizatori finali din toate
regiunile Uniunii.

Sinergiile cu Mecanismul pentru interconectarea Europei asigura faptul ca:

(@) initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 se axeaza pe consolidarea capacitatilor si
a infrastructurii digitale la scara largd din domeniile semiconductorilor care
vizeaza integrarea si implementarea de amploare, la nivelul intregii Uniuni, a
solutiilor digitale inovatoare critice, existente sau testate, intr-un cadru al
Uniunii in domenii de interes public sau in cazuri de disfunctionalitate a pietei.
Initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 urmeaza sa fie implementata in principal
prin efectuarea, impreund cu statele membre, de investitii coordonate si
strategice in consolidarea capacitatilor digitale in domeniul tehnologiilor
semiconductorilor, care urmeaza sa fie partajate in intreaga Uniune, precum si
in cadrul actiunilor desfasurate la nivelul Uniunii. Acest lucru este deosebit de
important in ceea ce priveste electrificarea si conducerea autonoma si este
menit sd favorizeze si sa faciliteze dezvoltarea unor sectoare industriale care
sunt utilizatori finali mai competitive, in special in sectoarele mobilitatii si
transporturilor;

(b) capacitdtile si infrastructurile care fac obiectul initiativei ,,Cipuri pentru
Europa” 2.0 urmeazd sd fie puse la dispozitie in scopul testdrii unor noi
tehnologii si solutii inovatoare care sa aibd sanse de a fi adoptate in industriile
mobilitatii si transporturilor. Mecanismul pentru interconectarea Europei
urmeaza sa sprijine dezvoltarea si implementarea unor noi tehnologii si solutii
inovatoare in domeniul mobilitatii si al transporturilor, precum si in alte
domenii;
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(6)

(7)

(8)
9)

(10)

(¢) mecanismele de coordonare urmeaza sa fie stabilite in special prin intermediul
unor structuri adecvate de guvernanta.

Sinergiile cu Programul InvestEU asigura faptul ca:

(@ Tn conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/523, se acorda sprijin prin
intermediul finantarii bazate pe piata, inclusiv pentru indeplinirea obiectivelor
de politici urmarite de initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0; o astfel de
finantare bazatd pe piata poate fi combinata cu sprijinul sub forma de granturi;

(b) un mecanism de finantare mixta din cadrul Fondului InvestEU este sprijinit
prin finantarea furnizatd prin Orizont Europa sau prin programul ,,Europa
digitala” sub formd de instrumente financiare in cadrul operatiunilor de
finantare mixta.

Sinergiile cu Erasmus+ asigura faptul ca:

(@) initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 sprijina dezvoltarea si dobandirea
competentelor digitale avansate necesare pentru dezvoltarea si implementarea
tehnologiilor de varf ale semiconductorilor Tn cooperare cu sectoarele
industriale relevante;

(b) partea referitoare la competentele avansate din cadrul programului Erasmus+
completeazd interventiile initiativei ,,Cipuri pentru Europa” 2.0, fiind vizata
dobandirea de competente in toate domeniile si la toate nivelurile, pe baza
experientei dobandite 1n ceea ce priveste mobilitatea.

Se asigura existenta unor sinergii cu alte programe si initiative ale Uniunii privind
aptitudinile si competentele.

Sinergiile cu legislatia Uniunii in materie de securitate cibernetica asigura faptul

ca:

(@) investitiile sprijinite in cadrul initiativei ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 contribuie
la consolidarea securitatii si a rezilientei lanturilor de aprovizionare cu
semiconductori din Uniune;

(b) initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 completeaza obiectivele Regulamentului
privind rezilienta cibernetica si ale Regulamentului UE privind securitatea
ciberneticd prin sprijinirea dezvoltarii si a implementarii tehnologiilor
semiconductorilor de incredere;

(c) coordonarea este asiguratd prin punerea 1in aplicare a Directivei
(UE) 2022/2555 (Directiva privind securitatea retelelor si a sistemelor
informatice — NIS2), inclusiv, dupa caz, prin promovarea cipurilor de incredere
n sectoarele critice.

Sinergiile cu proiectele importante de interes european comun (PIIEC) si cu
cadrele relevante privind ajutoarele de stat asigura faptul ca:

(@) actiunile sprijinite in cadrul initiativei ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 raman
coerente cu normele existente privind ajutoarele de stat si concurenta, inclusiv
cu cadrul pentru cercetare, dezvoltare si inovare si cu Comunicarea PIIEC;

(b) PHEC-urile, inclusiv PIIEC-ul candidat privind tehnologiile avansate ale
semiconductorilor (AST), pot contribui la corelarea activitatilor de cercetare si
inovare cu capacitatile de implementare industriala si de productie, completand
astfel obiectivele initiativei ,,Cipuri pentru Europa” 2.0;
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11)

(c) initiativa ,,Cipuri pentru Europa” 2.0 abordeaza lacunele complementare in
materie de investitii pentru a sprijini instalatiile de pionierat de fabricare a
semiconductorilor si capacitatile tehnologice conexe.

Sinergiile cu strategiile, foile de parcurs si planurile de investitii nationale
privind semiconductorii asigura faptul ca:

(@) strategiile si planurile nationale de investitii ale statelor membre privind
semiconductorii sunt aliniate la obiectivele initiativei ,,Cipuri pentru Europa”
2.0;

(b) investitiile nationale si ale Uniunii contribuie la consolidarea ecosistemelor
regionale si transfrontaliere ale semiconductorilor Tn Tntreaga Uniune;

(c) mecanismele de coordonare sprijind cartografierea capacitatilor aferente
semiconductorilor si faciliteaza cooperarea dintre statele membre pentru a
consolida rezilienta lanturilor valorice ale semiconductorilor din Uniune si
pentru a evita duplicarea inutila a investitiilor.
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1)
)
(3)
(4)
(5)
(6)
(")
(8)
9)

ANEXA V Sectoare critice

Energia

Transport

Sectorul bancar

Infrastructura pietei financiare
Sanatate

Apa potabila

Ape uzate

Infrastructura digitala

Administratie publica

(10) Sectorul spatial

(11) Productia, prelucrarea si distributia de alimente
(12) Aparare
(13) Securitate
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1)
)
(3)
(4)
(5)
(6)
(")
(8)
9)

(10) Sisteme energetice din surse regenerabile si cu emisii scazute de dioxid de carbon

ANEXA VI Sectoare industriale care utilizeaza semiconductori

Industria auto

Centre de date, tehnologia de tip cloud si IA
Automatizare industriald si robotica

Aeronautica

Sectorul spatial, al apararii si al securitatii
Infrastructuri de comunicatii electronice

Calcul de clasa industriala si internetul obiectelor
Asistentd medicala si dispozitive medicale

Furnizori si distribuitori de servicii de fabricare a produselor electronice
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ANEXA VII Tabel de corespondenta

Regulamentul (UE) 2023/1781

Prezentul regulament

Articolul 1 Articolul 1
Articolul 2 Articolul 2
Articolul 3 Articolul 3
Articolul 4 Articolul 4
Articolul 5 Articolul 5
Articolul 6 Articolul 11
Articolul 7 —

Articolul 8 —

Articolul 9 -

Articolul 10 —

Articolul 11 Articolul 6
Articolul 12 Articolul 12
Articolele 13-14 Articolul 14
Articolul 15 Articolul 15
Articolul 16 Articolul 13
Articolul 17 —

Articolul 18 Articolul 21
Articolul 19 Articolul 33
Articolul 20 Articolul 35
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Articolul 21 Articolul 36
Articolul 22 Articolul 37
Articolul 23 Articolul 39
Articolul 24 Articolul 40
Articolul 25 Articolul 41
Articolul 26 Articolul 42
Articolul 27 Articolul 43
Articolul 28 Articolul 44
Articolul 29 Articolul 45
Articolul 30 Articolul 46
Articolul 31 Articolul 48
Articolul 32 Articolul 50
Articolul 33 Articolul 51
Articolul 34 Articolul 52
Articolul 35 Articolul 53
Articolul 36 Articolul 54
Articolul 37 Articolul 55
Articolul 38 Articolul 56
Articolul 39 -

Articolul 40 Articolul 57
Articolul 41 Articolul 60
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